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Spravwozdanie zawiera wyniki badaf zaklScalnofci oraz prac wykonanych w celu
podwyZszenia poziomu odpornoSci pakietéw MI24 [:3] i MC50 [4].

Badania KEM przeprowadzono metodami i w warunkach badaf poprzednich urzgdzen:
systemu INTELDIGIT PROWAY ]j,q .

Sprawozdanie podaje liste zmian w pakietach, oceng wynikéw badaf i analiz

rozwigzah konstrukeyjnych pakietéw, wnioski,

2, 0gbélna charakterystyka pakietéw i wymagania KEM

— o e o un

urzgdzed z interfejsem V24 lub interfejsem szeregowym 0/20 mA. Pakiet zawiera
dwa kanaly sprzegajace wyprowadzane na zlacza obiektowe C i B,

Kanaly interfejsu V24 zrealizowano bez oddzielenia galwanicznego specjalizo-
wanymi ukladami nadajnika /75110/ i odbiornika /75154/.

Kanalty interfejsu szeregowego zrealizowano z oddzieleniem galwanicznym na
transoptorach. . )
Interfejs Y24 przeznaczony jest do transmisji informacji na krdtkie odlegloéci

/lokalnej/, interfejs szersgowy do transmisji informacji na odleglosé do 1;5

Pakiet MCS5Q zawiera osiem kanaléw obiektowych wejSciowych lub wyjsciowych o
indywidualnie programowanej funkcjonalnoséci, Kazdy kanal moZes
- Jjako kanal wejsciowy:

=~ zliczaé liczbe impulséw wejéciowych

- mierzyé czgstotliwos$é impulséw wejsciowych

- mierzyé czas trwania impulsu wejéciowego
- jako kanal wyjsSciowy:

- generowaé zadang liczbg impulsdw

- generowaé cigg impulséw o zddanej czestotliwosci i wypélnieniu

- generowaé impuls o zadanym czasie trwania
Kazdy kanal posiada uklady we/wy o poziomie wysokim sﬁgnalu z oddzieleniem
galwanicanym /GI/ na transoptorach /wyprowadzone odpowiednio na zlgcza obiekto
we C i D/ oraz uklady we/wy o poziomie TTL wyprowadzone na zlgcze obiektowe E,
Zadeklarowana w dokumentacji pakietu czestotliwo$é maksymalna sygnalu wejscio-
wego wynosi 50 kHz, Brak jest deklaracji dotyczacej parametréw linii obiekto-
wej i dopuszczalnej dlugosei linii.

Zgodnie z wymaganiami PN [E] i przyjetymi kryteriami oceny pakietdéw poprzednio
badanych ]?], wymagane poziomy odpornosci dla pakietdéw MI24 i MCS50 wynosza:
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-~ dla obwodéw zasilanie kasety przy zakldéceniach impulsowych
~ nanosekundowych 5/50 ns 2 kV  SN140
~ duzej energii 1,2/504us /8/20/ 2 kv  SN30 i 8S30
- dla obwodbw interfejsowych przy zakidceniach impulsowych
- nanosekundowych 5/50 ns 1 kv SE10
- duzej energii 1,2/50 ps /8/20/ 1 kv SM30
- cigglych o czestotliwosSci sieci 20 A sM50

Poniewas badania przeprowadzono przy zastosowaniu generatordéw zakilcehr za-
stepczych, generujacych nizsze amplitudy zakldéced, przyjeto zgodnie z ustale-

niami Bﬂ:
- dla obwodu zasilania sieciowego kasety
poziom 21500 V 5/100 nsg SN1
poziom 1400 V 142/50 us SN30 i SS30
- dla obwodéw interfejsowych obiektowych
poziom 1000 Vv 5/100 ns SE10
poziom 1000 Vv 152/50 us SM30
poziom - 20 A 50 Hz SM50

3. Konfiguracja i polaczenia badanych pakietéw

Badania pakietdw przeprowadzono w kasecie INTELDIGIT PROWAY E{] % urzgdzeniami
Mz21, MMBO, MW30,w ktérych wprowadzono zmiany wynikajace z badaf i poprawy
odporno$ci KEM [2] .

W czasie badah wykorzystywano urzgdzenia peryferyjne, monitor ekranowy z klawi
turg typ ZEKOM oraz czytnik CT2100, kitéry odigczano PO wprowadzeniu programu

do pamieci jednostki centralnej MM8O,
Badane pakiety umieszcz@no na stanowisku 07 i/lub 13 kasety.

gggigg_ggg& dostarczony do badad posiadal nastepujace polaczenia krosowe
/oznaczenie krosu i punkty~krosowe/:

h/2-3/, r/3-4/, F/A-4/, E/3-2/, C/1-2/, K/2-3/, L/1-2/, A/2-13,4-11,7-8/,
w/5-7,1-10-9,6-2,8-3/, o /przy elemencie A0 13-14~15-16-17/, n/15-1/, o /pray
elemencie A11 9-10-11-12-17-18/, o /przy elemencie BY7 4=3~17, 1-2-18/, o /przy
elemencie B8 5-8-17,6~7-18/, n /przy elemencie B7 4-18 przy B8/,

Interfejs pakietu polaczono'dwoma parami skrecanych przewoddw o dlugosci ok, 2
C7/T/ - E23/R/ ‘

C8/0Y/ ~ E7/o¥/

C4/R/ - E20/T/

C8/oV/ - E7/V/

dodatkowo polgczono zworami styki zlgcz C6-C16, E12-E10,
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Pakiet MC50 dostarczony do badaf posiadal nastgpujace polgczenia krosowe na

pakiecie:
a3/8-9/, E1/4-13/, B2/8-9/, B3/4-13, 7-10/, B6/1-16, 4-13, 5-12/, B7/1-16,6-n
oraz dodatkowe polaczenie B2/6/ - PP/9/ i odlaczony przewdd od zlgcza
obiektowego D13. .
Interfejs pakietu polgczono parg skrecanych przewoddéw o diugosci ok. 2 m
- dla interfejsu o poziomie TTL

E18 =~ E/17=16~15~5~4=3-2/ /sygnat/

E22 - E13. . /0Vv/
- dla interfejsu z oddzieleniem galwanicznym

C24 - D/2=49-20-21-24-25/ [sygnal we+/

€13 ~ D/1-7-8-9-10-11-12-13/ /sygnal we~/

C25 zasilacz 24 V+

C13 =zasilacz 24 V-

4, Programy testowe i procedura badaf

Podstawowym programem testowym pakietow byl wielozadaniowy test pakietu MI24

i pakietu MC50 Eﬂ. Test w czedci dotyczace] obsiugi pakietu MI24 realizuje:

-~ Wyslanie zadanej informacji przez kanal 1 .,do kanalu 2

- odbiér informacji przez kanal 2

~ wystanie przez kanalt 2 do kanatu 4 informacji odebranej uprzednio przez
kanat 2

~ odbidr informacji przez kanal 1.

W przypadku niezgodno$ci informacji zadanej i odebranej przez kanal 1 powigk=

sza: sie stan programowego licznika bieddw. W przypadku braku odbioru informacj

przez kanal 1 w czasie 6 sek powigksza si¢ stan licznika time~autéw,

Liczba przeprowadzonych prod jest rejestrowana w .programowym liczniku préb,

Test w czesSci dotyczace]j obslugi pakietu MC50 realizuje:

~ zaprogramowanie i1 wyslanie zadanej liczby impulséw przez licznik L7 do
licznikéw LO..,L6 .

- odezyt standw licznikéw LO,..L6

W przypadku niezgodnoéci'informacji odczytane]j z dowolnego licznika i zadanej

powigksza sie'stan programowego licznika bleddw,

Liczba przeprowadzonych préb jest rejestrowana w programowym liczniku préb

MC50, .

Test dziala repetycyjnie, stany licznikdéw dla ocbu pakietéw wyswietlane sz na

monitorze ekranowym na zadanie operatora,

Przy badaniach dedatkowych pakietu MC50 wykorzystano specjalizowany test

MCS50KEM o funkcjonalnosci podstawowej jek wyzej, z tym, Ze:

~ zadawane sgq dwie informacje o malej i duzej wartosci, przemiennie

= W przypadku poprawnosci dziatania dla kazdej préby wyswietlany jest znak OK

6




L

- w przypadku wystgpienia bledéw w odczytanej informacji z dowolnego licznika
na monitorze wySwietlane sq stamy licznikdéw LO...L7.
W trakcie dglszych badai ten test podlegal dalszej modyfikacji w celu umozli-~
wienia okreslenia ukladéw o najnizszej odpornosci. )
Podstawowa procedura badafi polegala na wykonanin nastgpujgcych czynnosci:
- wezytaniu programu testowego, uruchomieniu testu i sprawdzeniu poprawnosci
dzialania pakietdw w czasie 2 min w warunkach bez zakiécen
- wlgczeniu zakléced do odpowiedniego obwodu zakidcanego na czas narazenia
ok. 2 min
~ odczyt standéw licznikéw préb, biedéw itp. w warunkach mmm zakidceii.
Za kryterium odpornosci pakietu przyjeto poziom zakléced, prazy ktérym po 2 min
narazeniu stany licznikéw bleddéw i time-autdéw byly zerowe, a liczba préb
odpowiadala liczbie prob realizowanych przez 2 min w warunkach bez zaklécefi,
Zakres badai obejmowal pomiary odpornosci pakietdéw przy zakldécaniu obwodu
sieciowego kasety /metoda SN1, SN30, SS30/ oraz przy zakldécaniu obwodu inter-
fejsowego, kabla interfejsowego /metoda SE1, SM30, SM50/.
Przy pracach podwyzszajacych odpornosé glownym kryterium oceny skutecznosci
wprowadzonej zmiany byly pomiary odpornosci pakietu dla impulsdw nanosekundo-
wych 5/100 ns,
Kazda wprowadzona zmiana wymagala przeprowadzenia pomiardw odpornosci od stron
zasilania sieciowego kasety i od strony interfejsu, obu interfejs@w dla MCSO0.
W celu ulatwienia identyfikacji ukladéw o najnizszej odpornosci przeprowadzono
dodatkowe pomiary odpornofci dla rdoznych stromodci impulsow,
Typowy zakres badafi zawieral pomiar odpornoéci
- W przypadku pakietu MI24:
- od strony sieci kasety
- od strony interfejsu V24
- W przypadku pakietu MCHO:
- od strony sieci kasety przy interfejsie TTL
- od strony sieci kasety przy interfejsie z wysokim poziomem sygnalu
- od strony interfejsu TTL
- od strony interfejsu z wysokim poziomem sygnatu, z oddzieleniem galwanicz-
-nym /I1G/. .
Dla pakietu MI24 nie wykonywano badafi dla interfejsu szeregowego, poniewas nie
posiadal on uruchomionych we/wy /brak rezystordw PepPeS5.¢3.6/.

5. Wyniki pomiardw i ﬁrgc dla pakietu MI24 .

5.1 Wyniki pomiardéw odpornoscj

Peine wyniki pomiardéw dla pakietu zawiera zeszyt pomiardw KEM MI24/MCS50/86. .
W niniejszym punkcie zestawiono wybrane wyniki przedstawione w postaci poziomé

odp% nosci pomierzonych dla pakietu w stanie pierwotnym, po kolejnych wprowa-
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dzonych zmianach i ostateczny wynik uzyskany do momentu przerwania badan na
wniosek OAE /pismo z dn. 86,05.16/.
1/ odpornos$é pakietu dostarczonego do badai KEM wynosila:
- od strony sieci kasety 375 V /SN4/
- od strony interfejsu V24 £190 V /SE1/
Przy zaklécaniu interfejsu najniZzsaym poziomem zakldcefd wystgpilo 30 %
préb biednych oraz przypadki przekroczenia czasu obslugi /1 time-aut na
30 préb/ i przerwania realizacji programu.
2/ kolejno wprowadzane zmiany daty nastepujace zmiany w odpornesci impul sowej

pakietus
zmiana sieé /SN1/ interfejs /SE1/
21 770 Vv £ 190 V
21422423 1500 Vv 250 v
21422423+ 24 > 1500 V 270 Vv

3/ na podstawie analizy wynikdéw i dodatkowych badafi stwierdzono, ze:

~ poziom odpornosci pakietu od strony sieci /pakiet bez zmian/ zalezy od
wielkofci petli utworzonej przez kabel interfejsowy. Przy kablu zwiniet
w petle o malej Srednicy blisko zlgcza C odporno$é wzrasta do poziomu
1500 Vv, . ' '

- bezposrednie przyljczenie przewoddéw linii do nadajnika i odbiornika €8 i
C9 z pominigciem dlugich Scieiek do tych elementdw od zlacza E /odcigcie
$ciezek przy elemencie/ zapewnia poziom odpornofci od strony sieci 1300
od strony interfejsu ponizej 190 V, _

- wprowadzenie uziemianego ekranu na kablach interfejsowych /ekran typu PL
uziemiany do obudowy kasety/ nieznacznie wplywa na poziomy odpornosci
pakietu. o

4/ niezadowalajgca poprawa odpornodci /szczegélnie dla interfejsu/ przy kolej
nych prébach zmian oraz stwicrdzone niezgodnosci wykonania pakietu z doku-
mentacja, wymusily wykonanie analizy polgczef na plycie drukowanej pakietu
Wyniki tych prac opisano w p.5.3. .
5/ ostateczny wynik poprawy odpornoSci obejmujacy zmiany od 21 do Z4 okreflon
poziomem odpornoéci przedstawia sie nastepujaco:
odporno$é pakietu na zaklécenia od strony sieci kasety:

zakldcenia impulsowe 5/100 ns > 1500 vV /SN4/ .

zaklécenia impulsowe 1,2/50 us 1100 V /SN30, SS30/
odpornoéé interfejsu V_ 24 pakietu dla zaklécen :

impulsowych nanosekundowych 5/100 ns 270 V /SE1/

impul sowych duzej energii  1,2/50 us /8/20/ 4000 V /SM30/

cigglych sinusoidalnych o cz¢stotliwodci sieci > 50 A /SMS0/
PowyZsze poziomy okreSlono jedynie dla interfejsu va4 édyz interfejs szere
gowy nie byl uruchomiony /p.5.3/.
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5.2. Lista wprowadzonych zmian

Z1 - Przylaczenie wiszacych wejsé programowycﬁ licznikow B7, B8, A11 do O V
lub do rezystordw polaryzujacych, blokada potencjaldéw kondensatorami
ceramicznymi /2x33 nF/ ' )

22 - Powigkszenie petli histerezy charakterystyki wejsciowej odbiornikéw
/75-154/ przez polgczenie nézek 14-15 w elementach A3, A1, C8

23-- OdsprzezZenie dilugich Sciezek obwoddw interfejsowych zlacza C i E konden-
satorami ceramicznymi 33 nF wigczonymi przy zlaczach obiektowych:

E13-7, E11-7, E10-7, E9-7, E8-7, E23-7, E22-7, E21-7, E20-7, C5-8
/10x33 nF/

24 - Zablokowanie obwodu zasilania pakietu -5 V kondensatorem elektrolityczny

33 uF i kondensatorem ceramicznym 56 nF wlgczonymi przy zlaczu magistrali
B31 /2xC/.

5.3+ Analiza rozwigzah konstrukeyinych i ukiadowych

Dla wyjasnienia niskiej odpornosci pakietu przeprowadzono analize rozwiagzah
konstrukcyjnych pakietu. Analize oparto gidwnie na ogledzinach pekietu, ponie-
waz stwierdzono bardzo liczne niezgodnosci dokumentacji z rzeczyﬁistym wyko-
naniem pakietu,

1. Interfejs kanatu 1 jest wyprowadzany na zlgcze obiektowe C. We/wy kanalu
obslugujg elementy A1, A2, A3, A4, A5, A8 oraz transoptory I1, I2 i tranzy-
stor T1% , . '

Interfejs kanalu 2 jest wyprowadzony na zlacze obiektowe E. We/wy kanaiu
obstugujs elementy C8, C9, €10, C11, B6, 12, I3, - T2, Bledne rozmieszczenie
elementow obslggi kanalu 2, przy zlaczu magistrali kasety, spowodowalo
konieczno$é prowadzenia dlugich Sciezek, Sciezki te niééa odseparowane od
polgczeli wewngtrznych,dodatkowo obejmujg one lafdcuch licznikéw 74193

/B?7, B8, A11/ tworzacy dzielnik czestotliwodci,

Przykladowe prowadzenie ScieZek pokazano na rys. 5.3,

Trasy ScieZek sprzyjaja propagacji zakléceii z obwoddw obiektowych do ukla-
dbéw wewnetrznych. W celu zmniejszenia wplywu zaproponowano zmiang Z3,

2. Niewykorzystane wejécia programowe licznikéw 74193 /A41, B7, B8/ nie sg
polgczone do zadanych potencjaléw o poziomie L lub H., Rezystory polaryzujac
wejscia dla stanu H nie s3 zablokowane pojemnoSciami.,

W celu wyeliminowania blgdéw zaproponowano zmiane 21,

3+ Na podstawie analizy danych katalogowych dotyczacych odbiornika 75154
stwierdzono, Ze w zrealizowanym na pakiecie polaczeniu tych elementdw
zapewnia sie zawgzong petle hisferezy charakterystyki wejSciowej. W celu
wyelimingwania bledu zaproponowano zmiane %2, Zmiana ta zapewniablisko
czterokrotne zwigkszenie marginesu zakidcefi,
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4, Stwierdzono, ze obwdd zasilania =5V w pakiecie nie jest zablokowany
pojemnosciami. Wprowadzona zmiana Z4 zapewnia zmniejszenie wplywu zaklécen
z obwodu interfejsowego na obwody zasilania kasety. Po wprowadzeniu zmiany
w czasie dalszych badafi nie zaobserwowano zakldced realizacji programu.

5. Na podstawie analizy polacieﬁ z rys. 5.3 stwierdza si¢ cazterokrotne prze-
cigzenie wyjScia TxD elementu 7851, Przy dopuszczalnym obcigzeniu wyjscia
2,2 mA /w stanie L/ na pakiecie wystepuje obcigzenie ok. 9 mA.
Wyeliminowanie bledu wymaga dodatkowych bramek.

6. Stwierdzono liczne niezgodnoSci schematdéw, dokumentacji z rzeczywistym
wykonaniem pakietu dostarczonym do badai KEM.

Przyktadowo, w oznaczeniach stykdw zlacz Ci E, oznaczeniach kroséw i elemen
téw.Brak jest zamontowanych rezystoréw w obwodach interfejsu szeregowego,
co Swiadczy o niepelnym uruchomieniu pakietu. Wystepujg liczne dodatkowe
polaczenia przewodowe i zmiany w druku /naliczono ok. 25 dodatkowych po~
taczen/. . .
Na pakiecie wystepuje ok. 16 pdl krosowych, sa one trudne do zidentyfikowa-
pia i wiadciwej obstugi przez uzytkownika. '

7+ Wyprowadzenia obwodow we/wy obu kanaldw na zlgcza obiektowe C i E nie sa
Jjednakowe. Brak jest racjonalnych przestanek do takiej realizacji.

5.4, Ocena wynikéw i kongtrukcii pakiety

1+ Prototyp pakiétu MI24 cechuje sie bardzo niskg odpornofcia na zaklécenia
impulsowe i nie spelnia wymagahi KEM dla urzadzehi systemu INTELDIGIT PROWAY.

2. Wprowadzenie zmian 21 do Z4 wymaga zastosowania 14 dodatkowych elementdw
Zkondensatoréw/ i wykonania znacznych zmian w montazu plytki, zapewnia jedy
nie uzyskanie wymaganego poziomu odpornoSci od strony zasilania sieciowego
kasety przy wykorzystaniu interfejsu V24, Nalezy przypomnieé, Ze podobny

. interfejs szeregowy w pakiecie MMBO zapewnia trzykrotnie wyzsza odpornosé

transmisji informacji E&‘J.z

3. Btedy projektowe i konstrukcyjne dotyczgce rozmieszczenia elementdéw i prowa
dzenia Sciezek, przecigzenia wyjéé elementéw 7851, liczne niezgodno$ci po-
migdzy dokumentacjg pakietu i jego wykonaniem, nie-uruchomione we/wy kanatu
szeregowego /stwierdzone w p.5.3/ dyskwalifikuja konstrukcje pakietu dla
celdw automatyki i pomiaréw i do wprowadzenia pakietu do urzgdzen INTELDIGI
PROWAY. .

4, Biorgc pod uwagg powyisze oceny proponuje sie:
- wstrzymaé produkcje¢ pakietu MI24 wg dokumentacji nr rej. 530 i DTR nr

rej. 531,
- opracowal nowe rozwigzanie pakietu,
Wniosek o wstrzymanie produkcji MI24 przekazano w pifmie OBN do OAE z dnia
86.,04,16,
Przy projektowaniu nowego pakietu nalezy jednoznacznie okre$lié: wymagania
A0
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na interfejs V24 w tym: diugosé i rodzaj linii transmisji, typowe zastoso
wania w systemie, wybraé rodzaj linii /symetryczny lub/i niesymetryczny/,
rozmieszczenie sygnaldw na zlgczach obiektowych, rodzaj ztacz.

6, Wyniki pomiaréw i prac dla pakietu MCSQ

6.1, Wyniki pomiardéw odpornosci_
Pelne wyniki pomiaréw dla pakietu zawiera zeszyt pomiaréw KEM MI24/MC50/86.
W niniejszym punkcie przedstawiono wybrane wyniki ilustrujgce problematyke
poprawy odpornoSci pakietu dla kolejnych wprowadzanych zmian,
1. Odporno$é pakietu dostarczonego do badaii KEM /stan Z0/ wynosila:
- od strony sieci zasilajacej kaset¢
przy interfejsie TTL 805 v /sN1/
przy interfejsie GI <190 V /SN1/
- od strony interfejséw
interfejsu TTL < 190 V /SE1/
interfejsu GI <190 V /SE1/
2, Wyniki pomiaréw dla kolejno wprowadzanych zmian zestawiono w table 6,1.
3. Przy wprowadzonych zmianach 21, 22, Z3, 25, 26, %8, Z9-pomierzona odpor-
nosé dla zakibced impulsowych 1,2/50 us wynosilar

- od strony sieci dla obu interfejséw > 1100 Vv /sN30,5530/

~ od strony interfejsu TTL 400 v /sM30/

-~ od strony interfejsu GI > 1100 V /SM30/

Przy zaklécaniu interfejséw sygnatem cigglym sinusoidalnym 50 Hz odpornosé
>50 A /sM50/, '

4, Minimalny zakres zmian w pakiscie konieczny do osiggniggia wymaganych po-
ziomdw odporno$ci wymaga wprowadzenia zmian 21, 22, 23, 75, 29, 210
/24 dodatkowe elementy/.

6,2, Lista wprowadzanych zmian

21 - Blokowanie kondensatorami ceramicznymi szyn zasilajgcych uklady we/wy
pakietu, przy elementach H1, H3, T40, T16, /4x56 nF/

Z2 - Wprowadzono kondensatory odsprzggajice bazy tranzystordw wejsciowych
T9...,T16 /8x10 nF/ .

2% ~ Blokowanie kondensatorem éciezki polaryzujgcej wejscia przy R107 /1x56 n

Z4 - Blokowanie kondensatorem fciezki polaryzujgcej wejscia przy R105 /1x10naF

45 - Rozdzielono na dwie grupy wejécia polaryzowane rezystorem R107, przeciet
Sciezke przy elemencie G8, dodano rezystor R107d4 1 k przy elemencie G6
i kondensator 56 nF /1 k, 56 nF, przeciecie Sciezki/

26 - Wlutowano brakujace rezystory polaryzujace szyny danych R1...R8 /8x10 k/

27 - Blokowanie zasilafi elementéw H3, E2, C4, D4, CS kondensatorami ceramiczn

ni /5x56 nﬁz




Pomierzony poziom odporno$ci dla zakléced nanosekundowych 5/400'ns /test MI24)

/MC50/

Tabela 6.1

Lp. } Wprowadzone fgziigzgii:iiguﬁizy Zakldcany interfejs
zmiany - J :

B TTL GI TTL GI -
1 yAS) 800 < 190 <190 <190
2 21, 22 700 540 190 920
3 Z1, 22, 23, 725 1200 770 <190 760
4 24, 22, 23, Z5,

Z6, 77 760 800 <190 370
5 Z1, 22, 23, 745,

26, 27, 28, 29 930 870 =190 370
6 21, 23, 25, 726,

28, 729, 210 1500 . 1080 1080 370
7. Z1, 23, 25, 76,

29, 210, 24,26 1500 1080 1080 370
8 21, 23, 25, 76,

z8, 29, 210, 1500 1380 1080 . 540

7211 /1500%/ /1380x/ /1380%/ JH40%/
9 21, 23, 25, 26,

z8, 79, 7210,

212, 213 - 1500 - 870
10 21, 23, 25, 76,

28, 29, 210,

212, 413, 212a

test MCS50/KEM

£=2,5 kiz - 1500% - 930*
11 21, 22, 23, 25,

76, 29, 210,

7213 /MCSO/KEM 1500% 1500% 1330% 1330%

: e

X

~ poziomy okreSlone przy teScie MC50/KEM.




Z8 - Blokowanie kondensatorem Sciezki polaryzujacej wejscia przy rezystorze

29

Z10 - Wprowadzono kondensatory na wezly sumujgce ukladéw wejiciowych kolektory

211

212
Zz12

Z13 - ObniZono czestotliwosé zegara z 10 kHz na 2,5 kHz,

643 Analiza rozwigzad konstrukeyjnych i uktadowych

W celu wyjasnienia niskiej odpornofci pakietu przeprowadzono szczegélowsg
analize niektérych fragmentéw ukladu na podstawie schematédw oraz na podstawie
ogledzin rzeczywistego wykonania pakietu /rys. 6.3.1/;

Te

2.

/zmiana 73/ oraz rozdzielenie polaryzacji wejsé ukladéw G5, G6, G7, GB

3.

4,

~10-

R106 /1x56 uF/
Odsprzezenie kondensatorem dlugiej Sciezki ze zlgcza E25 przy elemencie
G& /1x10 nF/

tranzystoréw T9...T16 /8x10 nF/

- Odlgczono rezystory BE transoptordw i zablokowano bazg transoptora przez
82 pF do O V

- JjeWwe z kondensatorami 1,5 nF

a - jew. z przyigczonymi rezystorami BE w transoptorach

Stwierdzono niezgodno$é wykonania pakietu z dokumentacjg w nastepujacych

ukladachs

a/ uklad wyjSciowy GI o innej konfiguracji

b/ brak rézystordw R1...R8 polaryzujgcych linie danych DO,.,D7 /tréjstanowe/

c/ wejscia dwéch ukladbw 74175 /D6 D7/ odigczono od linii danych DO...D?7
i przylaczono do wyjsé ukladdéw C6 D2.

Wystepuje diuga $ciezka od rezystora R107 polaryzujaca wejScia elementéw

A3, A6, A7, A8, C8, k8, F8, D8, G5, G6, §7, G8., W celu zmniejszenia wplywu

zaproponowano blokade potencjalu tej Sciezki kondensatorem%eramicznym

od pozostalych przez przecigcie Scieiki i wprowadzenie dodatkowego rezystora
R1074 z kondensatorem blokujgcym /zmiana 25/. :
Stwierdza sig przecigzenie wyjsé elementdéw 8253 wspblpracujacych z wewneirzny
mi liniami danych DO...D7 /Rys.6.3.2/.

Przecigzenie wystgpuje nawet przy zmienionym ukladzie /przy odlaczeniu od
linii ukladdéw 74175 D6 i D7 i usunieciu rezystordéw R1...R8/.

W celu zmniejszenia wplywu zaklécei na te linie, szczegblnie gdy linie znaj-
dujg si¢ w trzecim stanie, Swiadomie zaproponowano wigczenie rezystordw
R1...R8 o wartodci 10 k /zmiana 26/. Usuniecie bledu projektowego wymaga
zmiany ukladu przylaczania elementdw do linii DO,..P7 i zmiany druku,

Uktad wejéciowy pakietu z oddzieleniem galwanicznym speilniajacy wymaganie.
przenoszenia sygnalu o czgstotliwoSci 50kHz, jest niekorzystny z punktu wi-
dzenia zakidcen., Jak stwierdzono dodatkowymi badaniami /p.6.4/ uklad zapew-
nia przenoszenie do 200 kHz,.

Sprawdzane zmiany 21, 22, 210, 211, Z12 potwierdzaja te wade ukladu,
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5. Wystepowanie na pakiecie zlgcz obiektowych o réznych poziomach sygnaidw
powinno byé wyrb6znione réinymi typami ztgcz. W aktualnej konstrukcji stosu-
je si¢ jednakowe zlgcza D i E dla wejéé z oddzieleniem galwanicznym i we/wy
TTLe

6. Wyprowadzenie we/wy TTL na zlgcze obiektowe realizuje sie diugimi Sciezkami
Jezeli nie jest wykorzystany interfejs TTL, to Sciezki te wiszg i stanowig
skuteczng "“antene® dla zakldcef, Fakt ten potwierdzaja pomiary przy wprowa-
dzeniu zmiany 210, '

7. Uklad wyjSciowy pakietu nalezy uzupelnié w zabezpieczenie praepieciowe
wyjéciowego tranzystora., Aktualne zabezpieczenie diodg wlaczong pomiedzy
WY i =24 V zabezpiecza przed ujemnymi przepieciami na linii. Dodatnie prze-
piecia na linii mogg spowodowaé uszkodzenié tranzystora.

Nalezy réwniez rozwazyé mozliwo$é zabezpieczenia wyjsciowego tranzystora
przed przecigzeniem, zwarciem na linii,

W trakcie badafi w wykorzystywanym WY7 kilkukrotnie ulegl uszkodzeniu tran=-
zystor T8, Nalezy przypuszczaé, Ze powodem uszkodzenia bylo: przecigzenie
pradovwe /tranzystor steruje 7 wejsé 20 mA, co przekracza dopuszczalny prad
100 maA/ oraz przepiecia od symulowanych zakidcefi.

6.4. Wyniki dodatkowych pomiardw
Przeprowadzono pomiary pasma przenoszenia ukladu wejsciowego z oddzieleniem
galwanicznym, Pomiary wykonano w uktadzie jak na rys. 6.%. dla réznych warian-
téw ukladu wejéciowego:

WO = uktad bez zmian

W01 -~ z dodatkowym kondensatorem wigczonym pomigdzy baze transoptora i O V

W02 - z dodatkowym kondensatorem wlaczonym pomiedzy baze tranzystora wyjséci
wego 1 OV

W1 - uklad bez rezystora BE w transoptorze

W11 uklad 2z dodatkowym kondensatorem jak w WO1

W12 ~ uklad z dodatkowym kondensatorem jak w WO2
Wyniki pomiaréw zestawiono w tabl, 6.4., w ktérej podano czasy opéinienia zboc
i czasy trwania sygnaiu na wyjSciu bramki Schmitta 74132 przy symetrycznym
sygnale wejsciowym o wypeinieniu 1/2,

A4
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Tabela 6.4.

:p‘ gﬁggiowy T g:as /}sém‘ i Uwagl
1 WO 2 11,5 3,5 8,5 50 kHz
2 WO - 4,8 - 0,2 200 kHz
3 WO1 C = 82 pF 3,5 11,5 5 ' 8,5 50 kHz
4 %01 C = 160 pF 3,5 12,5 6 7,5 50 kHz
5 1401 C = 300 pF 3 15 8 5 50 kHz
6 1W01 C = 380 pF 2 18 10 2 50 kHz
7 C = 10 nF 20. 280 140 40 3 kHz
8.1¥W02 C = 10 nF 2,5 12 4,5 8 50 kHz /fg=160k/
9 W1 2 - 13 5 7 50 kHz /fg=130k/
410 W11 ¢ = 82 pF 2 15 . 7 5 50 kHz
1 i 160 pF 2 18 10 2 50 kHz
12 1W12 G = 10 nF 2 % 6 545 50 kHz /fg=100k/

A5




6.5. Ocena wynikéw i konstrukcji pakietu

1e

2,

3. W zwigzku z powyiszym zasadny jest wniosek o koniecznoici weryfikacji zalo

&

De

6.

.przypadkow kéniecznych. W zastosowanych pakietach wprowadzié nastepujace
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Prototyp pakietu MC50 cechuje sie bardzo niskimi poziomami odpornosci na
zaktécenia impulsowe i nie spelnia wymagaf dla urzagdzeh systemu INTELDIGIT
PROWAY /p.2./

Zaproponowane zmiany nie zapewnily osiggnigcia wymaganych poziomdéw odporno

ci.dla interfejsu z oddzieleniem galwanicznym, Przeprowadzone badania

odporno$ci umozliwiajg sformulowanie nastepujgcych wnioskow:

-~ uklady wejSciowe z oddzieleniem galwanicznym i TTL posiadajg szerokie
pasmo przenoszenia sygnalu roboczego, Bgraniczenie tego pasma /np. przez
zmiany 22, 210,212/ umozliwia podwyZzszenie poziomu odpornesci

- zakldcenia wewngirz pakietu sg latwo propagowane przez obwody zasilania,
npe przez obwody zasilania 5 V obwoddéw wejsciowych /Z1/, dtugie Sciezki
polaryzujgce niewykorzystane wejécia bramek /rezystor R107 i zmiany Z3,
25/

-~ daje sig zauwazyé przeciwna tendencja zmian odpornosci dla interfejsu TT
i interfejsu z oddzieleniem galwanicznym /np. lp. 2 i lp. 6 w tabe. 6.1/.

zent technicznych na pakiet. W szczegélnoéci w zakresie:

-~ ograniczenia liczby interfejsdéw, tylko do interfejsu z oddzieleniem gal-
wanicznym

= maksymalnego ograniczenia pasma przenoszenia wejscia do pasma wynikajace
go z zastosowail pakietu np. do kilkudziesieciu Hz z mozliwoscig poszerze
nia pasma do kilku kHz /wykonanie specjalne/

Dodatkowo nalezy zweryfikowaé podstawowg funkcjonalnosé pakietu, Obecne

szerokie mozliwoSci pakiétu okupione sg zlozonym rozwigzaniem konstrukcyjn

wynikajgcym z przyjetej techniki zadawania funkcji przez lutowane krosy.

Biorgc pod uwagg wyniki badaii proponuje sies

- wstrzymaé produkcje pakietu MC50 wg dokumentacji nr rej. 5441, nr arch.
4571 -

- opracowaé nowe rozwigzanie pakietu.

Do czasu wprowadzenia nowego rozwigzania ograniczyé stosowanie pakietu do

zmiany: 21, 22, 23, Z5, 7Z9, 210 /opis p.6.2/ oraz nie wyprowadzaé we/wy TT
na zljcze obiektowe E, jezeli bedzie wykorzystywany interfejs z oddzieleni

galwanicznym. Wprowadzi¢ dodatkowe diody pruzepieciowe zabezpieczajace tran
zystor wyjSciowy dla wyj$é z oddzieleniem galwanicznym. Powyzsze zmiany
wymagajg wprowadzenia dodatkowo: 32 elementdéw typu C 23 szt, R - 1 szt, D -
8 szt.

Zaleca sig¢ sprawdzaé funkcjonalnofé pakietu dla kazdego zastosowania i prazy

wykorzystaniu programu uzytkownika.
Przy projektowaniu nowego rozwigzania pakietu proponuje sig rozwazyé mozli~

A6
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wosé wykorzystania ukladu wejdciowego z nowoopracowanego pakietu MCO1, Fakt
ten zapewni ujednolicenie ukladéw wejiciowych stosowanych w systemie
INTELDIGIT PROWAY,

Wniosgki

Prototypy ﬁakietéw MI24 i MC50 ze wzgledu na niski poziom odpornosci na za-

klécenia impulsowe nanosekundowe nie spelniajg wymagah KEM dla urzadzefd

automatyki i pomiardw Eﬂ i dla urzadzen systemu INTELDIGIT PROWAY. Postulu

Je sie wstrzymanie produkcji tych pakietdéw i opracowanie nowych rozwigzah

konstrukcyjnych. Dla bakietu MC50 nalezy zweryfikowal zalozenia techniczne

gldéwnie dotyczgce ograniczenia czestotliwosci sygnatu wejSciowego.

Pakiet MI24 ze wzgledu na bledy konstrukcyjne /p.5.4.3/ nie moze byc stosowa

w zestawach INTELDIGIT PROWAY.

Pakiet MC50 ze zmianami podanymi w p.6.5.5 o ograniczonej czgstotliwoSci

sygnalu wejiciowego moze byé wykorzystywany w zakresie ograniczonym, do

Cz asu opracowania nowego pakietu.

W zwiazku z powtarzajacymi si¢ bledami konstrukcyjnymi polegajgcymi na:

-~ nieprzestrzeganiu wymagafh bazy elementowej

-~ niewlasSciwym rozmieszczeniu elementéw na plycie

- niewlasciwym projekcie polagczefi na plycie drukowanej /powodujgcych obnize-
nie poziomu odporndéci na zaklécenia zewnetrzne, podwyiszenie poziomu
zaklécehr emitowanych wiasnych/ proponuje sig¢ opracowanie zalecen projektow
nia pakietéw dla systemu INTELDIGIT PROWAY. Do czasu opracowania zalecern
proponuje sig przeprowadzenie kilkugodzinnego szkolenia dla projektantéw,
omawiajgcego typowe bledg&onstrukcyjne. PowyZsze propozycje zostaly zglosz
ne do OAE w pifmie z dn., 86.,04.16,

W trakcie badad wykryto uszkodzenig magistrali kasety polegajace na wysta-

Pieniu niekontrolowanych zwaré obwoddw plateru z obudows kasety. Fakt ten

sygnalizuje pilng potrzeb¢ zastosowania do przysziych badan kasety z docelowsg,

magistralg produkcji ZAP.




Przyktadowe prowadzenie sciezek sygnatdw

5.3,
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